Tervetuloa O-johtavaan

O-Leading pyrkii olemaan yhden luukun ratkaisukumppani EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien
piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoaminen (PCBA). Tarjoamme joitain
edistyneimmista piirilevytekniikoista, mukaan lukien HDI-piirilevyt, monikerroksiset piirilevyt, jaykat ja
joustavat piirilevyt. .Voimme tukea prototyypin nopeasta kaantamisesta keskisuurten ja
massatuotantoon.

Yleisesti ottaen globaalit asiakkaamme ovat erittain vaikuttuneita palveluistamme: nopea vastaus,
kilpailukykyinen hinta ja sitoutuminen laatuun. Arvokkaamman teknisen palvelun ja kokonaisratkaisun
tarjoaminen on O-tapa edeta.

Tulevaisuuden nakokulmasta O-johtava keskittyy elektroniikan valmistustekniikan innovaatioihin ja
kehitykseen kuten aina, ja pyrkii jatkuvasti PCB: n ja PCBA: n keskitettyyn palveluun tarjoamaan
ensiluokkaisia palveluita ja luomaan enemman arvoa asiakkaillemme.

Napsauta naita saadaksesi lisatietoja JPCB-levy javkka joustava korkeataajuinen piirile

To Be Reliable, To Be Valuable

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST RIGID-FLEXIBLE CIRCUIT

Tuotteen Kuvaus



https://www.o-leading.com/fi/products/China-FPC-manufacture-Flex-PCB-Cable-FPC-Rigid-Flexible-PCB-flex-pcba-assembly.html
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Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA,we can make your idea come true,

RAW MATERIAL

DRILLAND CNC
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FLYING PROBEE-TEST
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Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT
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CICE CANYWICATION
¥ ZAGE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit No: sles) 4910007187
Regswation Add: FLAT/RM 1205 12F TAI SANG BANK BUILDING 130132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL W«
Busisess  Add 1311 Fleor 13, Fartune Bulding, Deratns Town, Hutyeng
Ditrict. Mulzhou. Guangaong. China
o and a Quality Manag, System
‘Which fulfils the of the foll
GET19001-2016 kit 1500001:2015
Scope of certification
Sales of prnted Grout boards
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
mmummmwwnnmm

SGS

Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING. DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.
CHINA

The following sample(s} was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP
SGS Job No. RP19-005089 - 52
Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period - 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Reguested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method - Please refer to next page(s)-
Test Results © Please refer to next page(s).
Canclusion - Based on the performed tests on submitted sample(s). the results of Lead.

Mercury. Cadmium. Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs}
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phthalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phihalate (DEHP) . Butyl benzyl phihalate (BEP), Dibutyl
phthalate (DBF) . and Diisobuty| phthalate {DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex |l to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory
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SGS

Test Report

Test Resulis

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Part Description .

‘Specimen No. SGS Sample ID
SN1 SZX19-005304.001  Green'PCE"

Remarks :
(1) 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected ( < MDL )
Not Regulated

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1.2017. IEC62321-5.2013, IEC62321-7-2.2017. IEC
62321-6:2015 and IEC62321-8:2017 analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS

Test item(s! imit Unit MDL 207
Cadmium (Cd) 100 mg/kg 2 ND
Lead {Pb) 1000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1.000  mglkg 2 ND
Hexavalent Chromiurn (Cr{V1)} 1.000 mg/kg 8 ND
Sum of PBBs 1.000  mg/kg £ ND
Monobromobipheny| - ma'kg 5 ND
Dibromobiphenyl < mg/kg 5 ND
Tribromobipheny! . mg/ka 5 ND
Telrabromobiphenyl 5 mglkg 5 ND
Pentabromobiphenyl 3 mg'kg H] ND
Hexabromobipheny| - mg'kg 5 ND
Heptabromabipheny| - mglkg 5 ND
Octabromebipheny| - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mg/kg 5 ND
Decabromobipheny! - mglka 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  mg'kg = ND
Moniobromodiphenyl ether " ma/kg 5 ND
Dibromodiphen yl ether - mg'kg 5 ND
Tribromedipheny| ether - mg/kg 5 ND
Tetrabromodiphenyl ether 2 mg/ka 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.
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Prosessin kyky

Piirilevyjen tuotantokapasiteetit
Kerrosluku 1Layer-32Layer
Valmis kuparin paksuus 1/ 3o0z-120z
Min Rivin leveys / etdisyys sisainen 3.0mil / 3.0mil
Min Rivin leveys / etéisyys ulkoinen 4.0mil / 4.0mil
Suurin kuvasuhde 10:1
Levyn paksuus 0.2mm-5.0mm
Paneelin enimméiskoko (tuumaa) 635 * 1500mm
Poratun reian véhimmaiskoko 4mil
Pl-reikatoleranssi +/- 3mil
Blind / Buried Vias (All-tyypit) JOO
Tayttamalla (johtava, johtamaton) Joo
Pohjamateriaalia FR-4, FR-4korkea Tg.Halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,Polyimidi, raskas kupari
Pintakasittelyt HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea hopea,lms-tina, kultaiset sormet, hiilimuste
SMT-tuotantokapasiteetit
Piirilevymateriaali FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Max piirikortti 510x460mm
Minimi piirikortin koko 50x50mm
Piirilevyn paksuus 0.5mm-4.5mm
Levyn paksuus 0.5-4mm
Komponenttien vahimmaiskoko 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti 0603 tai suurempi
Komponentin enimmaiskorkeus 15mm
Min lyijykorkeus 0.3mm
Minimi BGA-pallovali 0.4mm
Sijoituksen tarkkuus +/- 0,03 mm

Pakkaaminen ja toimitus



Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days _ 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

Ohje

1. Kuinka O-Leading varmistaa laadun?

Korkea laatustandardimme saavutetaan seuraavilla tavoilla.

1.1 Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardien mukaisesti.

1.2 Ohjelmistojen laaja kaytto tuotantoprosessin hallinnassa

1.3 Huipputekniset testauslaitteet ja -valineet. Esimerkiksi. Lentava koetin, rontgentarkastus, AOI
(automaattinen optinen tarkastaja) ja ICT (sisainen testaus).

1.4.0mistettu laadunvarmistusryhma vikatapausten analysointiprosessilla

1.5.Henkiloston jatkuva koulutus

2. Kuinka O-Leading pitaa hintasi kilpailukykyisena?

Viime vuosikymmenen aikana useiden raaka-aineiden (esim. Kuparin, kemikaalien) hinnat ovat
kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutta RMB oli vahvistanut 31%
enemman kuin Yhdysvaltain dollari; Ja myos tyovoimakustannuksemme nousivat merkittavasti.
O-Leading ovat kuitenkin pitaneet hinnoittelumme vakaana. Tama johtuu kokonaan innovaatioistamme
kustannusten vahentamisessa, jatteiden valttamisessa ja tehokkuuden parantamisessa. Hintamme ovat
erittain kilpailukykyisia teollisuudessa samalla laatutasolla.

Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Kumppanuutemme on molemminpuolista
hyotya, jos pystymme tarjoamaan sinulle edullinen hinta ja laatu.



3. Millaisia levyja O-Leading voi kasitella?
Yleiset FR4, korkean TG: n ja halogeenittomat levyt, Rogers, Arlon, Telfon, alumiini / kuparipohjaiset
levyt, PI jne.

4. Mita tietoja tarvitaan piirilevyjen ja PCBA: n tuotantoon?

4.1 BOM (Bill of Materials) viitenumeroilla: komponentin kuvaus, valmistajan nimi ja osanumero.
4.2 PCB Gerber-tiedostot.

4.3 Piirilevyn valmistuspiirros ja PCBA-kokoonpanopiirros.

4.4 Testausmenetelmat.

4.5 Mahdolliset mekaaniset rajoitukset, kuten kokoonpanon korkeusvaatimukset.

5. Mika on monikerroksisten piirilevyjen tyypillinen prosessivirta?

Materiaalin leikkaus — Sisainen kuivakalvo — Sisainen syovyttaminen — Sisainen AOI - Monisidos -
Kerrosten pinonkestaminen Painaminen — Poraus = PTH - Paneelien pinnoitus — Ulko kuivakuori =
Kuviointi = Ulko syovyttaminen — Ulko AOI - Juotosmaski - Komponenttimerkki — Pinnan viimeistely -
Reititys = E / T = Silmamaarainen tarkastus.

6. Mika on HDI-valmistuksen avainlaitteet?

Avainlaiteluettelo on seuraava: Laserporakone, puristin, VCP-linja, automaattinen paljastava kone, LDI ja
niin edelleen.

Meilla on teollisuuden parhaat varusteet, laserporauskoneet ovat Mitsubishista ja Hitachista, LDI-koneet
ovat Screenista (Japani), automaattisen paljastumisen koneet ovat myos Hitachista, ne kaikki tekevat
tayttamaan asiakkaan tekniset vaatimukset.

7. Kuinka monta tyyppia pintakasittely voi johtaa?

O-johtajalla on taysi pintakasittelysarja, kuten: ENIG, OSP, LF-HASL, kullattu (pehmea / kova),
upotushopea, tina, hopeapinnoitus, upotuspeltipinnoitus, hiilimuste ja muut. .. HDSP: ssa yleisesti
kaytettyja OSP, ENIG, OSP + ENIG, suosittelemme yleensa kayttamaan asiakasohjelmaa tai OSP OSP +
ENIG, jos BGA PAD-koko on alle 0,3 mm.

8. Mika on sinun kykysi FPC: hen? Voiko O-Leading tarjota myos SMT-palvelua?

O-Leading voi valmistaa FPC: ta yhdesta kerroksesta 8-kerrokseen, tyopaneelin koko voi olla niin suuri
kuin 2000 mm * 240 mm, katso lisatiedot sivulta “Flex Capability”

Tarjoamme myos SMT yhden luukun palvelua asiakkaalle.

9. Mitka ovat paaasialliset tekijat, jotka vaikuttavat piirilevyjen hintaan?
materiaali;

Pinnan viimeistely;

Teknologiavaikeudet;

Eri laatukriteerit;

PCB-ominaisuudet;

Maksuehdot;

Eri valmistusmaat.

10. Mika on PCB: n, PWB: n ja FPC: n maaritelma ja mika ero on siina?
Piirilevy on lyhenne painetusta piirilevysta;

PWB on lyhenne sanoista piirilevy, sama merkitys kuin piirilevylle;

FPC on lyhenne sanoista Flexible Printed Board.

11. Mitka tekijat tulisi ottaa huomioon valittaessa materiaalia piirilevylle?
Seuraavia tekijoita tulisi ottaa huomioon valittaessa piirilevymateriaalia:
Materiaalin Tg-arvon tulisi olla suurempi kuin kayttolampotila;

Matalan CTE-materiaalin lampostabiilisuus on hyva;



Hyva lammonkestavyys: PCB-yhdisteiden on yleensa kestettava 250 °C vahintaan 50 sekunnin ajan.
Hyva tasaisuus; Sahkodiset ominaisuudet huomioon ottaen korkeataajuuksisissa piirilevyissa kaytetaan
matalahavioista / korkean lujuuden omaavaa materiaalia; Polyimidilasikuitusubstraatti, jota kaytetaan
joustavaan piirilevyyn; Metalliydinta kaytetaan, kun tuotteella on tiukat vaatimukset lammon
haihtumisesta.

12. Mita hyotya on O-johdannaisen rlgid-flex-piirilevysta?

O-johdannaisen jayka-joustavalla piirilevylla on seka FPC: n etta PCB: n merkit, joten sita voidaan kayttaa
joissain erikoistuotteissa. Jotkin osat ovat joustavia, kun taas toiset osat ovat jaykkia, silla voidaan saastaa
tuotteen sisatilaa, vahentaa tuotteen maaraa ja parantaa suorituskykya.

13. Kuinka lasket impedanssin?

Impedanssiohjausjarjestelma tehdaan kayttamalla joitain testikuponeja, pehmeaa SI6000 ja CITS 500s -
laitteita POLAR INSTRUMENTSilta.

Laitteet mittaavat impedanssia edustavalle raidekonfiguraatiokupongille, jonka asiakas on antanut meille
maaritetyn arvon ja toleranssin.



